Bewertung von
SMT-Lotstellen

Trainingshandbuch &
Nachschlagewerk

Ubersetzung:

Quellen: IPC-A-610E und IPC J-STD-001E
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Einleitung

Dieses Trainingshandbuch und Nachschlagewerk fiir die Bewertung von elektroni-

schen Baugruppen in der Oberflachenmontage (SMT = Surface Mount Technology)
gibt visuelle Abnamekriterien von SMT-Létstellen an den drei bekanntesten SMT-
Anschlusstypen: Rechteckige Chip-Bauteile, Bauteile mit ,J“-Anschllissen B3

dieser Anschlusstypen, wie sie nach Industriestandards bestimmt wur
Handbuch bezieht sich auf und reflektiert daher die folgenden zwei

2. IPC J-STD-001 Rev. E: Anforderungen an g
tronische Baugruppen; Definition der Mindes
elektronischer Leiterplattenbaugruppen.

Eine Zielvorgabe (,Anzustre
zeigen. Nach den Abnahm
verschiedenen Létstellen.

ungen mussen
, Referenzdokumenten
D-001 beruhen.

Hinweis: Abna
auf einer Doku

auptunterschied zwischen Lotstellen,
die mit Zinn-Blei-Legierungen hergestellt wur-
den, und solchen Prozessen, die bleifreie
seichnet Bleifrei Ié?g(l:ireuiggﬁgs\ga”r(\j/\./enden, ist das optische

nd Zinn-Blei-Lotstellen kdnnen ein dhnliches Erscheinungsbild
egierungen weisen jedoch mit hdherer Wahrscheinlichkeit eine
ache (koérnig oder stumpf), sowie gréRere Benetzungswinkel* auf. Alle

etzung kann nicht immer anhand des Aussehens der Oberflache bew-
e erden. Das grof3e Angebot an Lotlegierun%en variiert von niedrigen
oder fast 0° Benetzungswinkeln, bis hin zu beinahe 90° Kontaktwinkeln.

Klassifizierung

Die Anforderungen an geldtete SMT-Baugruppen sind in drei Klassen aufgeteilt,
abhangig von der Endanwendung, von den Anforderungen an die Lebensdauer und
von der Betriebsumgebung der elektronischen Baugruppe. Diese drei Klassen sind die

A

folgenden:

Klasse 1 — Allgemeine Elektronikprodukte

ise in
aulleren

i he eistung und

unterbroche ieb gewiinscht,
Betriebsumgebung keine Scha-

Verunreinigungen.

r Ba%iﬁ‘ beschreibt eine
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I Kiasse 3 — Hochleistungselektronik

den durch extreme Belastungen, wie Temperatur

Nicht zu verwechseln mii

gselektronik —
elektrische Leistung.

n hohe Leistungsfahigkeit
usfall nicht gestattet werden kann,

riferin hat bei der Inspektion eines Teils nicht die Wahl,
Klasse er / sie bewertet. Mit dem Inspektionsauftrag sollte der
Pruferin die anzuwendende Klasse flr das jeweilige Teil vorlie-
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Fachbegriffe

Nachfolgend die Definitionen von Fachbegriffen, die in der Anwendung dieses Hand-
buchs immer wieder zu finden sind (aus IPC-T-50, Fachbegriffe und Definitionen der
Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik):

Anschluss (Bauteil-Beinchen, Pin) — die metallisierten Bereiche eine
das metallisierte Anschlussbein eines Bauteils oder das Pad bzw. der
dem eine Lotstelle geformt wird.

Anschlussflache (Pad) — ein Bestandteil eines Leiterbildes (auf e
welches gewdhnlich zur Herstellung einer elektrischen Verbi
Bauteilmontage oder fur beides genutzt wird.

Anschlussleiter — ein Stiick eines isolierten oder nichtj
das zur elektrischen Verbindung verwendet wird.

wendig ist. Die Lotstelle zeigt guten Lotfluss u
Anzeichen von Verunreinigungen.

Baugruppe — eine Reihe von miteinand
Kombinationen aus diesen.
Hinweis: Dieser Begriff wird auch fir ei

Bauteil / Bauelement — ein Einzelteil oder eine

ilen, die gemein-
sam eine Schaltungsfunktion erf

ination von Te

Bauteilbestiickung — der P. eiterplatte oder die

Methode, wie sie platziert

Bauteilkorper — der nicht
Bauteile.

rflache unter Bildung eines

Benetzung — die Au
den Lotfilms.

ustand, der entsteht, wenn flissiges Lot eine Oberflache bedeckt
zieht. Es werden unregelmafige Higel von Lot hinterlassen,
en ein dinner Lotfilm liegt aber das Basismetall nicht freiliegt.

ustand, der die Akkzeptanzanforderungen und Abnahmekriterien nicht
t oder anderweitig ein Rlckweisungsgrund ist.

die untere Biegung eines SMT-Anschlussbeines, kurz bevor der Anschluss in
Kontakt mit der Anschlussflache kommt.

Fette Lotstelle — eine Lotstelle, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Fugeteil-
Oberflachen vollstéandig im Lot eingebettet sind und/oder das Lot tber die Létflachen
hinausragt. Eine Anschlusskontur ist nicht sichtbar.

Flussmittel — eine chemische Mischung, die wenn sie aufgeheizt wird, die Benetzung
des Basismetalls mit dem geschmolzenen Lot unterstiitzt.

Flussmittelriickstand — die Reste des Flussmittels, die auf oder neben der
Oberflache einer Létverbindung zu finden sind.
Im ,no-clean” Prozess in Ordnung, solange der Riickstand fest ist, sich nicht ausbreitet und

keine Kontaktflachen verschmutzt.

5

Gestorte Lotverbindung — eine Lotstelle, die in ihrem Erscheinungsbild erkennen
lasst, dass die Fugeteile wahrend der Erstarrung des Lotes bewegt wurden.

Grabsteineffekt (engl. ,,Tombstoning“) — das komplette Aufrichten eines Chip-
Bauteils. Das Bauteil steht nur noch auf einem Anschlussende und das andere Ende
hat keine Létverbindung mit der Anschlussflache.

Gullwing-Anschluss — ein SMT-Anschlusstyp, bei dem die Anschlussbein
ahnliche Form haben wie der Fligel einer Seemoéwe (engl. ,Sea Gull¥).

Hohlkehle (Lotmeniskus, en?I. »Fillet”) — die konkave Oberflache
die den Zwischenraum der verloteten Metalloberflachen ausflillt.

»J“-Anschluss — ein SMT-Anschlusstyp, bei dem das Ansc
unter das Bauteil gebogen ist und dadurch die Form des B

Kalte Lotstelle — eine Lotstelle mit schlechter Benetz
Erscheinung.

Kleber — in der Oberflachenmontage wird ein Ki
Bauteile auf der Leiterplatte zu befestigen.

Knie — die obere Biegung eines SMT-Ans

Kontakt- oder Benetzungswinkel —
der Anschluss-Oberflache.

Leiterbahn — ein einzelner leite

Lotbarkeit — die Eignung
In der Weichlt-Normung wi

Lotkugel — eine klei i i , dem Lotstopplack oder
der Leiterbahn haft i r Reflowloten.

Lotpaste — eine Paste
Benetzung und andere Ei
Bauteile i iti i

e einer Lotstelle, welches nach innen in
er Lotstelle mindet.

ndmetall bleibt sichtbar; der Kontaktwinkel am Ubergang
t grofer als 90°.

eine messbare Abweichung in der Qualitat, kein Fehler, die das
al, Design und/oder bediener-/maschinenbedingten Ursachen ist.

jegliche optisch auffallige oder messbare Erscheinung von
gen, die aus dem Prozess stammen.
clean”-Flussmittel-Riickstande werden nicht als Verunreinigung gewertet.

Spi ben — ein durchgéngiger Film oder Vorhang aus Lotfaden, der an, aber nicht
notwendigerweise, auf einer Oberflache hangt, die eigentlich frei von Lot sein sollte.

Spitze — das Ende bzw. die Spitze eines SMT-Anschlussbeinchens.
Weichlot — eine metallische Legierung mit einer Liquidustemperatur unter 450°C.

Weichl6ten — das Fiigen metallischer Oberflachen mittels Weichlot, wobei das
Grundmetall nicht aufschmilzt.
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